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(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen elektrischen Kondensator

it einem keramischen Dielektrikum. Die Erfindung hat zum Ziel, einen
ceramischen Kondensator zu schaffen, der technologisch und billig
rerstellbar sein soll und dessen Aufbau als Verbund gestaltet sein
301)., ErfindungsgemiB wird die Aufgabe dadurch geldst, daB
folienartige keramische Einzelelemente mittels bekannter Technologien,
7ie Sputtern, Bedampfen oder stromloses Abscheiden usw., auf eine
Jefinierte Oberfléche unter Freilassung von Randzonen mit einem aus
mnedlen Metallen bestehenden Grundbelag und einer darauf aufgebrachten
Schricht aus einem niedrigschmelzenden Lot versehen werden.
tnschliefend werden diese keramischen Dinzelelemente zu einem Verbund
zusammenge figt und entsprechend kontaktiert,
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Keramischer Kondensator und Verfahren zu dessen Herstellﬁng

v

Anwendunpsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen keramischen Kondensator sowie
ein Verfahren zu dessen Herstellung. Es handelt sich dabei
un elnen aus einzelnen keramischen BElementen zu einem Verbund

zusammengefligten Kondensator.

Charakteristik der bekannten technischen ISsungen

Keramikkondensatoren existieren in den Typen Scheibenkondon-
sator, Rohrkondensator, Flachrohrkondensator, Miniaturfolien=-
kondensetor und als Monoblock-Vielschichtkondensator,

Mit den traditionellen Typen in éinfacher Bauweise kdnnen vegen
der hohen Stlickzahlen und eines hohen Automatisierungsgrades"
duBerst billige Bauelemente hergestellt werden. Nachteilig

ist der relativ niedrige Kapazitiitsbereich, der realisiert

werden kanne So besitzt ein 100 nP Folienkondensator aus dem
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Werkstoff E 10.000 bereits einen Durchmesser von 16 mm (Dicke
etwa 0,12 mm)s Der groBe Durchmesser bei niedriger Starke des
Dielektrikums fithrt in der Produktion zu hohen Bruchanteilene
Dariiber hinaus besitzen solche Kondensatoren meist eine ge-
ringere Zuverlissigkelt und sind wegen ihrer GréBe nur begrenzt
einsetzbar. Zusemmenfsssend kann flir den Miniaturfolienkonden-
sator festgestellt werden, daB man zwar ein billiges Bauele-
ment herstellen kénn, das aber bei hohen C-Werten bruchan-
£8511ig und zu gro8 wird und an Zuverldssigkeit einblift,
Diese genannten Nachteile soll der Monoblock-Vielschichtkon-
densator liberwindene Bei #uBerst dilnnem Dielektrikum (vis
0,05 mm) wird eine Vielzahl von Einzelkondensatoren parallel-
geschaltetes Dadurch wird es mdglich, hohe C-Werte mit kleinen
Abmessungen zu realisierene So besitzt ein 100 nF Kondensa-
tor aus dem Werkstoff E 10,000 nur noch die Abmessung 4x4x3,5
mmBQ Allerdings ist der technologische Aufwand fiir einen s01=
chen Kondensator recht groBe. Die Kosten gegenilber dem Minlatur-
folienkonensator verhalten sich etwa wie 15:1, Bel der Her-
stellung wird die Rohfolie mit Pd-Paste als Kontaktfléchen
bedruckt., Nach der Stapelung erfolgt das Ausstanzen zu Chips,
das Sintern mit kompletten inneren Elektroden als Monoblock
und anschlieBende AuBenkontaktierung. Der technologische Auf=-
wend ist erheblich und erfordert hohe Investitionene. Beson-
doers kritisch sind die Stufen

¢ Herstellung einer dinnen fehlerfreien Folie

¢ Priazisionsdruck dexr Elekiroden mit Pd-Paste

¢ Ausztanzen der Chips aus der gestapelten Gesamt-

folie ohne “"Verquetschung" der Kanten
o Kontaktierung der Seiten
« Binhaltung von C-Toleranzen kleiner 5 % (Typ I)
+ 20 % (Typ II) ‘ '
e Loten der Chips ohne Abldsung der Seitenkontakte
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Es ist deshalb nicht verwunderlich, daB zur Umgehung dexr
Schwierigkeiten Patente existieren, wie z. B, das Patent
DE-AS 2 111 516, welches eine Verkupferung der Seitenksnten
vorsieht,

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dafl der Monoblocke
Vielschichtkondensator ein kleines Bauelement auch fiir rela-
tiv hohe C-ierte darstellt, welches besonders als Hybrid-
bauelement in der Mikroelekitronik eingesetzt wird, aber
technologisch und investitionsseitig sehr aufwendig iste

In der Praxis existleren viele Fdlle, bel denen die Abmessung
von Scheiben= oder Scheibenfolienkondensatoren (Beispiel
7100 nF, 16 mm @) fiir den Einsatz zu groB ist. Der Anwender
steht dann vor der Frage, ob er den kleineren aber wesentlich
koztenaufwendigeren Vielschichtkondensator einsetzen soll,
Zwischen den belden Extremen groB und billig oder klein und
gufwendlg fehlt ein Kompromiﬂg der gerade flir die Gerdte derxr
Konsumgliterindustrie die ldeale Ldsung darstellt.

7Ziel der Erfindung

Die Erfindung hat zum Ziel, einen keremischen Kondensator zu
schaffen, der technologisdh einfach und kostengiinstig her=
stellbar ist und in seinen elektrischen Werten den herkdmm-
lichen keramischen Kondensatoren entspricht. Der Aufban des
Kondensators soll so gestaltet sein, daB bei einem hohen
Automationsgrad nur ein minimaler Ausschuf anfdllt, Dariiber

hinavus so0ll ein Ckonomischer Materialeinsatz erfolgen,

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen keramischen
Kondensator zu schaffen, der im Verbund aus Einzelelementen _

hergestellt ist und dessen Beldge so gestaltet sind, daB eine

Ol4,m
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einfache Stapelung zum Verbund erfolgen kamm und eine Kon-
taktierung bei Teilkapazitidten moglich iste

Fs ist weiterhin die Aufgabe der Erfindung, ein Verfehren zur
Herstellung eines solchen Kondensators zu finden, bei dem dile
Belige in einfachen Verfahrensschritten unter Verwendung un-
edler Metalle auf die gesinterten Keramikpldttchen aufgebracht

werdel.

ErfindungsgemidB wird die Aufgabe dadurch gelﬁst; daf die kera-
mischen Einzelelemente elnen eine definierte Oberfléiche, unter
Freilassung von Randzonen der Belags- und der Umfangsfléche,
bedeckenden Grundbelag aus einem unedlen Metall, z. Be Cu,
oder Metallegierung aus unedlen Metallen, z. B. NixPy, mit
einer Schichtdicke von 0,03 bis 0,07/um aufweisen und auf
diesen Grundbelag ein vorzugswelse niedrigschmelzendes lot,
ze B. aus Sn oder PbSn, mit einer Schichtdicke von 1 bis 10/um
aufgebracht ist und dab minqestens zwel dieser Einzelelemente
zu einem festen Verbund zusammengefiigt sind. Dabel konnen
zwischen den keramischen Einzelelementen zur Erzielung von
Teilkapazititen folienartige AnschluBelemente eingefiigt werden.
Die Herstellung der keramischen Einzelelemente erfolgt durch
die Beschichtung einer definierten Flidche der gesinterten
keramischen Chips bei niedrigen Temperaturen mittels bekamnter
| Technologien, wie Bedampfen, Sputtern oder stromloses Ab-
scheiden mit einem unedlen Ketall oder einer Legierﬁng un-
edler Metalle zur Erzielung eines Grundbelages. Auf diesen
Grundbelag wird durch stromloses oder elektrochemisches Ab=-
scheiden das niedrigschmelzende Lot glelchmidBig aufgebrachte
Die 50 beschichteten Einzelelemente werden unter Einwirkung von
dss Lot schmelzenden Temperaturen und leichten Druck innig
miteinander zusammengefiigte.



-5- 223888

Avsfiithrungsbeispiel

Die Erfindung soll an einem Ausfilhrungsbeispiel néher erléufert
werdens _
Die dezugehorigen Zelchnungen stellen im einzelnen folgendes

dar:

Pig. 1e¢: eine gesinterte Keramikfolie mit sufgebrachten Beligen |
" als Einzelelement '

Fige 2e% die Anordnung mehrerer Einzelelemente zu einem Verbund

Figo 3.t eine stirnseitige Kontaktierung ‘

Fige 4+ die Kontaktierung bei Teilkapazititen

Zuniichst werden nach bekannten Verfahren Keramikchips 1 her=-
goestellts Auf diese Keramikchips 1 wird im stromlosen Abschei-
dungsverfahren eine NixwaSchicht als Grundbelag der Beliige 2
mlt einer Schlchtdicke von 0,05 /um als Diffussionsbarriere

filr den bevorstehenden Litprozel mufgetragen. Diese NixPy«Schicht
stellt die Grundelektrode filr den Kondensator dare. AnschlieSend
exrfolgt die Aufbringung einer SnPb-Schicht ebenfalls stromlos

in einem chemischen Bad,

Die Stidrke -dleser Schicht betrigt B/umo Diese mit derartigen Bee .
légen 2 versehenen Chips 1 werden entsprechend Figur 2 versetzit
gestapelt. Durch Einwirkung von Wirme wird das Iot zum Sclmelzen
gebracht und die keramischen Einzelteile unter leichiem Druck
zussmmengefligb. Die Kontaktierung mit den AnschluBelementen 4
erfolgt an den Seitenkanten 3 durch Lotung. In einem weiterén
Ausfihrungshelspiel gem. Pige. 4 sind die AnschluBelemente 4

als Folien ue 8o such zwlschen die keramischen Einzelelemente
eingefiigt und verlstet, '

Die erfindungsgemi8 hergestellten keramischen Kondensatoren sind
in ihren elektrischen Werten den bekannten gleichwertig, jedoch
in ihren Kapazitédtswerten sind sie enger tolerlerbars
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Erfindunesanspruch

1e

2¢

3e

de

5e

Keramischer Kondensator, bestehend aus mehreren,einander
parallel zugeordneten und mit metallischen Belegungen ver-
sehenen keremischen Einzelelementen, dadurch gekennzeich=~
net, da die kéramischen Einzelelemente einen, eine defi-
nierte Oberfliche, unter Freilassung von Randzonen der Be=
lagfliche und der Umfangsfliche, bedeckenden Grundbelag aus
einem unedlen Metell oder einer Metallegierung aus unedlen
Metallen mit einer Schichtdicke von 0,03 bis 0,07 /um aufe~
weisen und avf diesen Grundbelag ein vorzugswelse niedrig-
schmelzendes Lot mit einer Schichtdicke von 1 bis 10/um
aufgebracht ist und daB mindestens zwel dieser Einzelele-
mente zu einem festen Verbund innig miteinander zusammen=

gefilgt sind und dieser Verbund AnschluBSelementie aufveiste

Kersmischer Kondensator nach Punkt 1, dadurch gekennzeich-
net, daf8 der strukturierte Grundbelag aus Cu oder NixPy be-
steht,

Keramischer Kondensator nach Punkt 1, dadurch gekennzeich~
net, daB das niedrigschmelzende Lot aus Sn oder PbSn be-
gsteht, )

Keramischer Kondensator nach Punkt 1, dadurch gekennzeilch~
net, daB die ﬁnschluﬁelemente in den Verbund mit einbe-

zogen sein kdnnen,

Verfahren gur Herstellung eines keramischen Kondensators,
dadurch gekeﬁnzeichnet, daf auf die keremischen Einzel=-
elemente bei niedrigen Temperaturen mittels bekannter
Technologien, wie Bedampfen, Sputtern oder stromloses Ab-

scheiden ein strukturlerter Grundbelag aus einem unedlen
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Metall oder einer Metallegierung und auf diesen Grundbelag
dufch gtromloses oder elektrochemisphes Abscheiden ein vor=-
zugswelse niedrigschmelzendes Iot aufgebracht wird und daB
anschliefend diese keramischen Einzelelemente bei einer
das Iot schmelzenden Temperatur zu einem Verbund zusemmen-
- gefiigt und kontaktiert werden.
s :

6. Verfahren nach Punkt 5, dadurch gekennzeichnet, daB die

Kontaktierung der keramischen Kondensatoren durch Ein-

filgen von folienartigen AnschluBelementen in den Verbund
erfolgeq kanne ; f

Hierze 1Scite Zelchnungen




Fig.1

Fig.2
Fig.3
Fig.4

O —
|

e
=
., 3
, i ,
=
i
{
,|
i
;
1
E—

¢

o 10 -



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

